
附件1:
2项电子行业标准名称及主要内容
	序号
	标准编号
	标准名称
	标准主要内容
	代替标准
	采标情况

	
	SJ/T 11697-2017
	无铅元器件焊接工艺适应性规范
	    本标准规定了无铅元器件可焊性、耐焊接热、金属化层耐溶蚀性的性能要求，锡晶须生长的要求，潮湿敏感度等级的要求，可焊性镀层的兼容性要求。

    本标准适应于无铅元器件包括表面贴装元器件、通孔插装元器件的焊接工艺适应性要求及评价。
	
	

	
	SJ/T 11698-2017
	无铅焊锡化学分析方法 电感耦合等离子体原子发射光谱法
	    本标准规定了无铅焊锡中铜、铁、银、镉、金、砷、锌、铝、铋、镍、铟、锑、铅、钴、磷、硫、锗、镓、铈19种元素含量的测定方法。

    本标准适用于无铅焊锡中铜、铁、银、镉、金、砷、锌、铝、铋、镍、铟、锑、铅、钴、磷、硫、锗、镓、铈19种元素含量的测定。
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